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@ Efektrisch leitender Klebstoff und Schaltung, die diesen verwendet 

Es wird ein elektrisch leitender Klebstoff beschrieben, der 
umfaSt: 

(A) leitfahlge Teilchen mit einer Oberfiache aus mindestens 
einem Stoff ausgewahit aus Nickel und Nickel-Sor-Legie- 
rung, wobei die Oberfiache einer Oberflachenbehandlung 
mit einer Mischung aus einer Polyoxyalkylenphosphatverbin- 
dung und einem Polyoxyalkylenalkylamin oder Polyoxyalkyle- 
nalkenylamin oder einem Derivat davon unterworfen wurdo; 

(B) eine Epoxyverbindung, die eine Diglycidylepoxyverbin- 
dung aJs reaktiven Verdunner in einer Menge von 20 bis 70 
Gew,-*yo, bezogen auf die Gesamtmenge der Epoxyverbin- 
dung, anthalt; und 

(C) einen Phenolharzharter, der mindestens ein Harz ausge- 
wahit aus einem Alkylresotphenolharz und Alkylnovolakphe- 
nolharz in einer Menge von 50 Gew.-% oder mehr, bezogen 

■ auf die Gesamtmenge des Phenolharzharters, enthalt. 
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Beschretbung 



Die Erfindung betrifft einen eiektrisch leitenden KJebstoff, und insbesondere einen elektrisch leitenderi 
Klebstoff, der ein Halbleiterelement, Chips oder Einzeltetle auf eine Leiterplatte aufkleben kann ohne eine 
Elektromigration zu verursachen. Die vorliegende Erfindung betrifft auch eine Schaitung, auf die ein Halbleiter- 
element usw. unter Verwendung des elektrisch leitenden KJebers aufgeklebt ist 

Als eine der Fertigungstechaiken fur einden Hatbleiter gibt es ein Verbindungssystem unter Verwendung 
eines Flip-Chip-Systems. In dem System wird unter Verwendung eines HalbleiterelementSt in dem durch L6t- 
plattieren ein Vorsprung ausgebildet ist, die Verbindung dieses Halbleiterelements durch das Ldtmetall bewirkt 
Es wurden auch Versuche untemommen^ die elektronischen Teile uber einen anisotropen leitf ahigen Film unter 
Verwendung eines elektrisch leitfahigen Klebsto^es, der ein Edebnetallpuiver, z. B. Silber, oder ein Puiver, bei 
dem Gold usw. auf die Oberflache von Harzkugeb plattiert ist, enthalt, zu verbinden. 

Zur Ausbildung einer Schaitung unter Verwendimg einer Leiterplatte wird ein Ldtmetall zur Verbindung von 
Chipteiien oder Einzelteilen verwendeL Diese Teile wurden auch unter Verwendung eines elektrisch leitenden 
KJebstoffes ansteile des Ldtmetalls verbunden. Wenn Silber als leitfahige Teilchen dieses Klebstoff es verwendet 
wird, wird jedoch leicht eine Elektromigration verursacht (siehe IEEE Transaction on Components, Packaging 
and Manufacturing Technology, Teil B, Band 17, Nr. l,Seite83). 

Zur Zeit werden zur Verbindung elektronischer Teile eutektische Kristallstruktur-Lotmetalle aus Blei ver- 
wendet Wenn jedoch in ausgesetzten elektronischen Geraten Ldtmetalle verwendet werden, werden diese 
durch sauren Regen geldst und mit Grundwasser vermischt, wodurch sich durch Verwendung des Grundwassers 
als Trinkwa^ser ein Gesundheitsproblem ergibt Zur Durchfuhrung der Verbindung mit einem Lotmetall wurde 
das Schaltbrett auBerdem mit einem Losungsmittel, wie z. B. Freon, gewaschen, um zuruckgebliebenes Lotmittel 
und Lotkugeln zu entfemen. Die Verwendung eines solchen Detergens verursacht jedoch das Auftreten fluchti- 
ger organischer Verbindungen (VOCX weshalb seine Verwendung in Zukunft stark beschrankt sein wiirde. 

Aufgabensteliung der vorliegenden Erfmdung ist es, einen elektrisch leitenden KJebstoff bereitzustellen, der 
ein Halbleiterelement, Chip-Teile oder Einzelteile auf einem Schaltbrett aufkleben kann, keine schadlichen 
Metalle, wie z. B. Blei enth^lt, das eine Umweltverschmutzung hervorrufen kann, wenn es freigesetzt wird; der 
im Vergleich zu Edelmetallen, wie z. B. Gold und Platin, ein Metall verwendet, das geringe Kosten verursacht 
und leicht erhaltlich ist; der keine Wanderung von Metallen verursacht; der kein Losungsmittel oder nur eine 
geringe Menge an Losungsmitteln enthalt; und der nur geringe Veranderungen im Widerstand und stabile 
Leitfahigkeit zeigt, auch wenn er Hochtemperaturbedingungen nach Ausbildung eines Stromkreises unterwor- 
fen wird. Eine andere Aufgabensteliung der vorliegenden Erfindung ist es, eine auf einem Schaltbrett ausgebilde- 
te Schaitung bereitzustellen, die kein Waschen erfordert und eine stabile Leitfahigkeit besitzt 

Von den Erfindem der vorliegenden Anmeldung wurden intensive Studien untemommen, mn die obigen 
Aufgabenstellungen zu Idsen, und als Ergebnis wurde gefunden, daB, wenn eine Verbindung eines Halbleiterele- 
ments oder elektronischer Teile mit einem Schaltbrett unter Verwendung eines elektrisch leitenden KJebstoffes, 
der ein oberflachenbehandeltes Metall in einem bestinmiten Bereich, ein spezifisches Harz und einen Harter 
umfaBt, durchgefiihrt wird, die obigen Aufgabenstellungen erreicht werden konnen, wodurch die vorliegende 
Erfindung fertiggestellt wurde. 

Der erfindungsgemaBe elektrisch leitende KJebstoff umfaflt: 

(A) leitfahige Teilchen rait einer Oberflache aus mindestens einem Stoff ausgewahlt aus Nickel und Nickel- 
Bor-Legierung, wobei die Oberflache einer Oberflachenbehandlung mit einer Mischung aus einer Polyoxy- 
alkylenphosphatverbindung und einem Polyoxyalkylenalkyl (oder -alkenyl)amin oder einem Derivat davon 
unterworfen wurde; 

(B) eine Epoxyverbindung, die eine Diglycidylepoxyverbindung als reaktiver Verdunner in einer Menge von 
20 bis 70 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge der Epoxyverbindung, enthalt; und 

(C) einen Phenolharzharter, der mindestens ein Harz ausgewahlt aus einem Alkylresolphenolharz und 
Alkylnovolakphenolharz in einer Menge von 50 Gew. -% oder mehr, bezogen auf die Gesamtmenge des 
Phenolharzharters, enthalt 

Die erfindungsgemaBe Schaitung umfaBt ein Halbleiterelement, Chip-Teile, Einzelteile, oder eine Kombina- 
tion davon, die unter Verwendung des vorstehend genannten elektrisch leitenden KJebstoffes auf eine Leiter- 
platte aufgeklebt sind. 

In dem erfindungsgemaBe n elektrisch leitenden Klebstoff sind die als Komponente (A) zu verwendend n 
leitfahigen Teilchen solche, in denen Metallteilchen einer Oberflachenbehandlung unterworfen wurden. Als 
Metallteilchen konnen Metallteilchen, die Nickel und/oder eine Nickel-Bor-Legierung umfassen, oder Metall- 
teilchenoberfiachen, die durch Nickel und/oder Nickel-Bor-Legierung plattiert sind, verwendet werden. Im Falle 
von plattierten Metallteilchen kann das Plattieren auf die Oberflache der vorstehend genannten Metallteilchen 
mit einem anderen Metall oder Legierung wechselseitig erfolgen, oder es kann auf der Oberflache von anderen 
Metallteilchen als den oben genannten, und vorzugsweise Kupferteilchen, durchgefiihrt werden. Unter Verwen- 
dung solcher Metallteilchen kann eine KJebstoff Zusammensetzung erhalten werden, die Leitfahigkeit besitzt 
ohne eine Wanderung zu verursachen, und die wirtschaftiiche Vorteile besitzt und sicher ist Unter den Metall- 
teilchen sind bevorzugt Teilchen von Nickel oder einer Nickel-Bor-Legierung, oder Kupferteilchen, die durch 
eine Nickel-Bor-Legierung plattiert sind. Im letzteren Fall wird, wenn die Plattierungsschicht dUnn ist, das 
Basismat rialwahr ndd rV rwendung exponiert, w durch leicht ein Wanderung verursacht wird, w shalbdie 
Dicke der Plattierschicht vorzugsweise 0,1 jim oder mehr betragt 

Die G stalt der M tallteilchen kann kugelformig oder schuppenfdrmig sein, oder ine andere Gestalt besitzen, 
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wie 2. B. feine nadelfomiige. 

. Die schuppenformigen Metallteilchen haben an der flachen Oberflache einen mittleren Durchmesser, d h. 
einen durchschnittlichen Wert des langen Durchmessers und des kurzen Durchmessers von im allgemeinen 0^ 
bis 30 |im, und vorzugsweise von 2 bis 10 \im. Wenn der mittlere Durchmesser geringer als 0^ ist konnen die 
Teilchen leicht oxidiert werden wodurch die leitfahigen Teilchen in MetaHoxid uberfuhrt werden, das ein 5 
isolierendes Material ist Wenn er auf der anderen Seite 30 ubersteigt, wird zur Zeit des Bedruckens einer 
Leiterplatte Klumpenbildung verursacht Das Seitenverhaltnis der Teilchen betragt im allgemeinen 10 bis 300, 
und vorzugsweise 20 bis 50. Wenn das Seitenverhaltnis kleiner als 10 ist. wird die Verhinderung der Sedimenta- 
tion leitender Teilchen durch eine Formulierung mlt schuppigen Metallteilchen unzureichend, wahrend, wenn es 
200 iibersteigt, leicht eine Klumpenbildung auftritt 10 

Die FormuHerungsmenge der schuppigen Metallteilchen betragt, als Gesamtmenge einschlieBIich der leiten- 
den Teilchen, die abhangig von der Notwendigkeit keiner Oberflachenbehandlung unterworfen wurden, im 
allgemeinen 2 VoL-% oder mehr, bezogen auf das Gesamtvolumen der leitfahigen Teilchen, und vorzugsweise 2 
bis 65 VoL-%, und insbesondere 5 bis 40 VoL-%. Wenn sie geringer als 2 VoL-% ist. ist die Sedimentation der 
leitenden Teilchen wahrend der Aufbewahrung betrachtlich, und der Kontaktwiderstand verandert sich im 15 
Lauf e der Zeit 

Kugelfdrmige Metallteilchen haben eine mittlere TeilchengroBe von im allgemeinen 0,1 bis 30\inu und 
vorzugsweise von I bis 10 ^int In den kugelformigen Metallteilchen sind kugelfdrmige Teilchen, die an ihrer 
Oberflache nadelartige Vorspriinge besitzen, wie z. B. ein durch das Carbonylverfahren hergestelltes Nickelpul- 
ver, mitumfaBt Wenn die mittlere TeilchengroBe geringer als 0,1 jim ist, werden die thixotropen Eigenschaften 20 
sehr groB utid es kann schwer eine gleichmaBige Schicht ausgebildet werden. Wenn ein elektrisch leitender 
Klebstoff, der solche feinkomigen Metallteilchen enthalt. mit solchen verglichen wird, die leitende Teilchen mit 
dem gleichen Voliunenanteil enthalten, zeigt der erste Klebstoff auch einen hohen Kontaktwiderstand. Zusatz- 
lich ist es wahrscheinlich. daB beim Aufdrucken des Klebstoffes Flecken auf der Platte bleiben. Wenn die mittlere 
TeilchengroBe auf der anderen Seite 30 ^m iibersteigt, werden die Teilchen leicht abgesetzt und wahrend der 25 - 
Lagerung abgeschieden. AuBerdem wird beira Bedrucken leicht eine Klumpenbildung auf der Platte verursacht, . - 

wodurch die Bearbeitungseigenschaften schlecht sind. Die Forraulierungsmenge der kugelformigen Metailteil- -.1^ 
chen betragt einschlieBIich der leitenden Teilchen. bei denen keine Oberflachenbehandlung durchgefuhrt wurde, - , 

und die abhangig von der Notwendigkeit zugefugt werden, im allgemeinen 98 VoL-% oder weniger, vorzugswei- , ■ *^ 

se 35 bis 98 VoL-%, und insbesondere 60 bis 95 VoL-%, bezogen auf die Gesamtmenge an leitenden Teilchen, 30 
Wenn die Menge 98 Vol.-% iibersteigt, ist es wahrscheinlich, dafi die leitenden Teilchen sich aus einem ungehar- / 4^ 

teten elektrisch leitenden Klebstoff oder einer leitenden Paste, die ein Ldsungsmittel enthalten, absetzen.^ ^ 

Eines der charakteristischen erfindungsgemaBen Merkmale ist es, auf den Metallteilchen eine Oberflachebe- '■^'^ 
handlung mit einem Oberflachenbehandlungsmitte! durchzufuhren, das eine Mischung aus einem Polyoxyalky- y 
lenphosphat (d. h, Phosphorsaureester) Derivat und einem Polyoxyalkylenalkyl (oder -alkenyOamin oder einem 35 '-^i^-. 
Derivat davon umfaBt, um einen Anstieg des spezifischen Widerstandes durch Oxidation der Metallteilchen bei ■ "i^* 
hoher Temperatur zu verhindem. 

Das Polyoxyalkyienphosphat-Derivat ist insbesondere ein durch die folgende Formel dargestelltes oberfla- 
chenaktives Mittel: '"^ 



0=P-OR3 



40 



45 



worin R* eine Alkylgruppe oder eine Alkenylgruppe mit jeweils 8 bis 22 Kohlenstoffatomen, oder eine Alkylphe- 
nylgruppe, in der die Alkylgruppe 4 bis 12 Kohlenstoffatome besitzt, bedeutet; ein Wasserstoffatom oder eine 
Methylgruppe bedeutet; R^ ein Wasserstoffatom, eine Niederalkylgruppe oder eine (CH2CHR^O)nR'-Kette 50 
bedeutet; und n eine Zahl ist, die die Gesamtzahl der CHaCHR^O-Einheiten von 2 bis 30 ergibt 

Als R* konnen genannt werden eine geradkettige oder verzweigte Alkylgruppe, wie z. B. Octyl, Monyl, Decyl, 
Dodecyl Tridecyi, Tetradecyl, Hexadecyl, Octadecyl, Eicosyl, Docosyl, usw.; eine Alkenylgruppe, wie z. B. Oleyl; 
und eine Alkyiphenylgruppe. wie z. B. Octylphenyl, Monyiphenyl, Dodecylphenyl, usw. R^ ist ein Wasserstoff- 
atom oder eine Methylgruppe, und wenn n eine Pluralzahi ist, konnen beide im Molekul vorhanden sein. Bei 55 
mehreren R^s im Molekul konnen diese gleich oder verschieden sein, und konnen zusatzlich zum Wasserstoff- 
atom beispielhaft dargestellt werden durch eine Niederalkylgruppe, vorzugsweise mit 1 —6 C-Atomen, und 
insbesondere mit 1 —3 C-Atomen, wie z. B. Methyl, Ethyl, Propyl, usw,; und sie konnen die vorstehend erwahnte 
(CH2CHR20)nR>-Kette darstellen. Wenn 2 oder mehrere{CH2CHR20)nR'-Ketten im Molekul vorhanden sind, 
konnen die Werte von n gleich oder verschieden voneinander sein, und n wird so gewahlt daB die Gesamtzahl 60 
von n Oder die Gesamtzahl von CHaCHR^O-Einheiten 2 bis 30, und vorzugsweise 2 bis 20 betragt Die Zahl der 
Polyoxyalkylenkohlenwasserstofflcetten kann entweder 1 bis 3 sein, oder eine Mischung davon. Im folgenden 
wird die Polyoxyethylenkette mit "POE" abgekiirzt, und die Polyoxypropylenkette als "POP", und die Zahl der 
Einheiten wird in Klammem angegeben. 

Beispiele solcher Polyoxyalkylenphosphat-Derivate kdnnen umfassen Alkylpolyoxyalky lenphosphat wie z. B. es 
Bis (POE (3)laurylether)phosphorsaure. Bis(POE(5)laurylether)phosphorsaure, Tri^POE{7)tridecyIet- 
her)phosphorsaure, POE (5)-cetyletherphosphorsaure, Tris (POE (8)sterylether) phosphorsaure, 
Bis(POE(2)POP(6)stearylether)phosphorsaure, usw, ein Alkenylpolyoxyalkylenphosphat wie z . a Bis (POE( 5) 

3 
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re^Ka ein Alkylphenylpolyoxyalkylenphosphat, w^^. 1 



oIeylether)phosphorsaure^Ha ein Alkylphenylpolyoxyalkylenphosphat, wi^. B. Bis (POE ( 6 ) octylphenylether 
) phosphorsaure. Bis {POE ( 4 ) nonylphenylether) phosphorsaure. Bis (POP( 2) octy1phenylether)phosphorsaure, 
USW-, und Mischungen dieser Derivate, worin die Art der Alkylgruppe und/oder die Zahl der Polyoxyalkylenkoh- 
ienwasserstoffketten voneinander verschieden ist/sind» konnen verwendet werden. 

Das Polyoxyalkyienaikyl (oder alkenyl)ainin oder Derivat davon ist insbesondere ein oberflachenaktives 
Mittel* das durch die folgende Formel dargestelit wird: 



10 ^ / I 

15 worin eine Alkylgruppe, eine Alkenylgnippe oder eine N-Alkylaminoalkylgnippe mit jeweils 8 bis 22 
Kohlenstoffatomen ist; ein Wasserstoffatom oder eine Methylgruppe bedeutet; R^ ein Wasserstoffatom oder 
eine (CH2CHR50)mH-Kette bedeutet; und m eine Zahl ist, die eine Gesamtzahl der CH2CHR50-Einheiten von 4 
bis 30 ergibt. 

AIs R* konnen genannt werden eine geradkettige oder verzweigte Alkylgruppe, wie z. B. Octyl, Nonyl, Decyl 
20 Dodecyl, Tridecyl, Tetradecyl, Hexadecyi, Octadecyl, Eicosyl, Docosyl, usw.; eine Alkenylgnippe, z. B. Oleyl; und 
eine N-Alkylaminoalkylgruppe wie z. B, N-Stearylaminopropyl, usw. R* ist ein Wasserstoffatom oder eine 
Methylgruppe, und wenn m eine Pluralzahl bedeutet, konnen sie beide im Molekul vorhanden sein. R® kann 
entweder ein Wasserstoffatom oder die vorstehend genannte (CH2CHR*0)mH-Kette darstellen. Wenn zwei 
(CH2CHR^O)mH-Ketten im MolekOl vorhanden sind, konnen die Werte von m gleich oder verschieden vonein- 
25 ander sein, und m wird so gewahlt, da6 die Gesamtzahl von m oder die Gesamtzahl an CH2CHR50-Einheiten 4 
bis 30, und vorzugsweise 4 bis 20 betragt Die Zahl der Poiyoxyalkylen-Ketten kann entweder 1 bis 2 sein, oder 
eine Mischung davon. 

Beispiele fur ein solches Polyoxyalkyienaikyl (oder alkenyl) amin oder von Derivaten davon kdnnen umfassen 
ein Polyoxyalkylenalkylamin, wie z. B. POE(5)laurylamin, POE(10)laurylamin, POE(7)cetylamin, POE(5)stearyia- 

30 min, POE( 10) stearylamin, DiPOE( 15) stearylamin, POP(5)stearylamin usw; ein Polyoxyalkylenalkenylamin, wie 
2. B. POE(5)oleylamin, POE(15)oleyIamin, POP(5)oleylaniin usw.; Polyoxyalkylenalkylamin-Derivate, wie z . B. 
DiPOE(6)laurylpropylenamin, DiP0E(8)stearylpropylendiamin usw., und Mischungen dieser Amine und/oder 
eines Derivates davon, worin die Art der Alkylgruppe und/oder die Zahl der Polyoxyalkylenkohlenwasserstoff- 
ketten voneinander verschieden ist/sind, kdnnen verwendet werden. 

35 Das Mischungsverhaltnis des Polyoxyethylenphosphat-Derivates und des Polyoxyethylenalkyl (oder alke- 
nyl)amins oder Derivates davon wird vorzugsweise so festgesetzt, daB der mit der ersteren Verbindung aquiva- 
lente Saurewert und der mit der letzteren Verbindung ^quivalente Aminwert gleich sind, wodurch sie sich 
gegenseitig neutralisieren. Das Verhaltnis kann abhangig von den Arten der beiden Komponenten variieren, 
aber im allgemeinen liegt die letztere Verbindung in einem Gewichtsverhaltnis im Bereich von 03 bis 1 Teil pro 

40 ein Teii der ersteren Verbindung vor. 

Die Menge des Oberflachenbehandlungsmittels liegt im allgemeinen innerhalb des Bereiches von 1,5 bis 
5 Gew.-%, und vorzugsweise von 0,5 bis 5 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der der Oberflachenbe- 
handlung zu unterziehenden Metallteilchen. Wenn die Mengegeringer als 0,1 Gew.-% ist, besitzt die Oberflache 
der leitenden Teilchen keine Widerstandsfahigkeit gegenuber Oxidation, wahrend, wenn sie 5 Gew. -% uber- 

45 steigt, die Haftfestigkeit der Zusammensetzung verringert wird. 

Die Oberflachenbehandlung der Metallteilchen kann durchgefiihrt werden, indem man das Oberflachenbe- 
handlungsmittel mit den Metallteilchen in einem trockenen oder nassen System mischt; oder zuerst durch 
Nischen unbehandelter Metallteilchen, eines Epoxyharzes, eines Phenolharzes, und, wenn erforderlich, eines 
Losungsmittels eine Paste herstellt, und die Paste dann mit dem vorstehend genannten Oberflachenbehand- 

50 lungsmittel mischt Die Teraperatur bei der Behandlung kann Normaltemperatur oder eine unter Erwarmen 
ausgewahlte Temperatur sein. 

Die Menge der Komponente (A) betragt in dem elektrischen leitenden KJebstoff 30 bis 45 Vol.-%, und 
vorzugsweise 32 bis 40 VoL-%, was 65— 85Gew.-%, und vorzugsweise 70— 80Gew.-%, entspricht Wenn sie 
geringer als 30 VoL-% ist, ist die Menge der elektrisch leitenden Teilchen so gering, daB der spezifische 

55 Widerstand hoch wird. Wenn sie auf der anderen Seite 40 Vol.-% ubersteigt werden die Druckeigenschaften 
schlecht, und der Beschichtungsfilm wird nach dem Harten rauh, wodurch der spezifische Widerstand hoch wird. 

ErfindungsgemaB konnen, wenn notwendig, zusatzlich zur Komponente (A) leitende Teilchen, die Nickel 
und/oder Nickel-Bor-Legierung umfassen, und bei denen keine Oberflachenbehandlung unter Verwendung 
eines oberflachenaktives Mittels durchgefiihrt wurde, in der Formulierung enthalten sein. Die Gestalt und 

60 GroBe der nicht behandehen elektrisch leitenden Teilchen ist die gleiche wie die fiir die Metallteilchen, die als 
Komponente (A) verwendet werden. Wenn die nicht behandelten leitenden Teilchen eine zu geringe Teilchen- 
groBe besitzen oder im Fall von schuppenformigen leitenden Teilchen ein hohes Seitenverhaltnis besitzen, wird 
bei einem elektrisch leitenden Klebstoff, der solche Teilchen enthalt, wenn er wahrend des Hartungsprozesses 
oder der Verwendung einer hohen Temperatur ausgesetzt wird, der Kontaktwiderstand durch Oxidation der 

65 Oberflache erhoht Der Anteil von Komponente (A) zu der Gesamtmenge der leitenden Teilchen betragt 
vorzugsweise 80 Gew. -% oder mehr. Wenn er geringer als 80 Gew. -% ist, kann eines der charakteristischen 
Merkmal der vorliegend n Erfmdung, namlich in g ringe V randerung im Widerstand, wenn der lektrisch 
leitende Klebstoff einer hohen Temperatur ausgesetzt wird, nicht zuf riedenstellend erhalten werden. 
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Die eHindungsgemaB verwendete Epoxyverbindung (B) wirkt als Bindemittel^r den elektrisch' leitenden 
. Klebstoff, das mit dem Phenolharz (C) gehartet wird Im vorliegenden Anmeldungstext bedeutet der Ausdruck 
Tpoxyharz" ein Epoxyharz, einschlicBlich einer Epoxyverbindung mit 2 oder mehr Glycidylgnippen, die als 
reaktive Verdunner verwendet wird Die Epoxyverbindung (B) umfaBt 20 bis 70 Gew.-%. und vorzugsweise 25 
bis 60Gew.-%, eines reaktiven Verdiinners vom Diglycidyl-Typ (Epoxy-Reaktiwerdunner), bezogen auf das 
Gesamtgewicht der Komponente (B), um eine hervorragende FlieBfihigkeit des ungeharteten leitenden Kleb- 
stoffes zu ergeben, der kein Losungsmittel oder nur eine geringe Menge eines Losungsmittels enthalt, d h- 
5 Gew.-% Oder weniger, und um dem elektrisch leitenden IGebstoff eine hervorragende Haftfestigkeit und nach 
dem Harten hervorragende mechanische Eigenschaften zu verleihen. Wenn die Mengegeringer als 20 Gew. -% 
ist, ist die FlieBfahigkeit des KJebstoffes vor dem Harten unzureichend, wodurch die Verarbeitbarkeit schlecht 
ist, wShrend, wenn sie 70 Gew. -% Qbersteigt, die Haftfestigkeit und die mechanischen Eigenschaften des 
Beschichtungsfilmes nach dem Harten schlecht werdea Die Menge des reaktiven Verdunners betrigt vorzugs- 
weise 50 Gew. -% oder weniger, bezogen auf das Gesamtgewicht der nachf olgend genannten Komponenten (B) 
und (CX Wenn die Menge 50Gew.-% iibersteigt, wird die Hartungseigenschaft verschlechtert, und der Wider- 
stand der Klebstoffschicht nach dem Harten ist hoch und wird leicht durch die Teraperatur verandert 

Als reaktiver VerdQnner vom Diglycidyl-Typ (Epoxy-Typ) werden bevorzugt Diglycidylverbtndungen, wie 
z. B. Polyethylenglycoldiglycidylether, PoIy(2-hydroxypropylen ) glycoldiglycidylether, Polypropylenglycoldigly- 
cidylether, 1,4-Cyclohexandimethanoldiglycidylether und 13-Bis(3-Glycidoxypropyl )-l,133-tetramethyldisiIo- 
xan, weil sie dem Beschichtungsfilm nach dem Harten Flexibilitat verleihen kdnnen, und es konnen eine hervor- 
ragende Hitzebestandigkeit (Bestandigkeit im Warmezyklus) und stabile Leitfahigkeit erhalten werden. Unter 
den reaktiven Verdunnem ist die Diglycidyl-Verbindimg vorzugsweise in einer Mengevon 35 Gew.-%, und 
insbesondere von 50 Gew.-%, enthalten. Als andere reaktive VerdQnner vom Diglycidyl-Typ werden beispiel- 
haft genannt Butandioldiglycidylether, Neopentylglycoldiglycidylether, Diglycidylanilin usw. Es kann auch eine 
geringe Menge eines reaktiven Verdunners vom Triglycidylether-Typ in Kombination verwendet werden, wie 
z. B. Trimethylolpropantriglycidylether und Glycerintriglycidylether. 

Wenn erforderlich, kann ein reaktiver Verdunner vom Nonoglycidylether-Typ, wie z. B. n-Butylglycidylether 
usw., in Kombination verwendet werden, wenn aber die Verbindimg in groBer Menge verwendet wird werden 
die eiektrischen Eigenschaften oder die Haftfestigkeit verringert Seine Menge betragt deshalb im allgemeinen 
10 Gew. -% oder weniger, und vorzugsweise 5 Gew. -% oder weniger. 

Unter der Komponente (B) konnen als Epoxyverbindungen, ausgenommen der vorstehend genannte reaktive 
Verdunner, ein Epoxyharz vom Bisphenol A-Typ, ein Epoxyharz vom Bisphenol F-Typ, ein Epoxyharz vom 
Novolak-Typ, ein Epoxyharz vom alicyclischen Typ, usw., einzeln oder in Kombination verwendet werdea Um 
dem elektrisch leitenden Klebstoff hervorragende Klebeigenschaften und mechanische Eigenschaften zu verlei- 
hen, wahrend man den vorstehend genannten reaktiven Verdunner verwendet, ist es bevorzugt, ein Epoxyharz 
vom Bisphenol A-Typ oder Bisphenol F-Typ zu verwenden. Um dem elektrisch leitenden KJebstoff vor der 
Hartung unter Verwendung des reaktiven VerdQnners in einer Menge, die so gering wie moglich ist, und/oder 
einer zulassigen Menge an Losungsmittel eine fur das Beschichtungsverfahren geeignete FlieBfahigkeit zu 
verleihen, ist es insbesondere bevorzugt, ein Epoxyharz vom Bisphenol A-Typ oder Bisphenol F-Typ, die zu 
verwenden, bei Normaltemperatur in flussigem Zustand vorliegen. 

Das erfmdungsgemaB zu verwendete Phenolharz (C) ist ein Hartungsmittei fiir die Komponente (B), und 
bildet nach dem Harten mit dem Komponente (B) integral ein Bindemittel aus. Als Komponente (C) kann 
irgendein als Hartungsmittei fiir ein Epoxyharz verwendetes Phenolharz-Kondensat verwendet werden, und es 
kann vom Resoi-Typ oder Novolak-Typ sein, oder ein Styrol- Hydroxys tyrol-Copoiymer. Um einen Klebstoff rait 
hervorragender Warmezyklusbestandigkeit zu erhalten, in dem die Spannung zur Zeit des Hartens verringert ist, 
sind 50 Gew, -% oder mehr, bezogen auf die Gesamtmenge der Binderkomponente, vorzugsweise ein Phenol- 
harz vom Alkylresol-Typ oder vom Alkylnovolak-Typ. wie z. B. ein o-Kresol-NovoIak- Phenolharz. Wenn die 
Mengegeringer als 50% ist, ist die Spannung bei der Hartung groB und die Warmezyklusbestandigkeit ist 
schlecht Im Fall des Phenolharzes vom Alkylresol-Typ betragt, um hervorragende Druckeigenschaften zu 
erhalten, das mittlere Molekulargewicht (Nw) vorzugsweise 500 oder mehr fur ein Phenolharz vom Alkyl-Novo- 
lak-Typ, und insbesondere 2000 und mehr. Wenn das mittlere Molekulargewicht geringer als 500 ist, werden die 
Druckeigenschaften schlechter und es kann leicht ein Fehidruck, wie z, B. ein Schmitz, verursacht werden. In dem 
Phenolharz vom Alkylresol-Typ oder Alkylnovolak-Typ kdnnen als Alkylgruppen solche mit 1 bis 18 Kohlen- 
stoffatomen verwendet werden, und solche mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomen, wie z. B. Ethyl, Propyl, Butyl, Pentyl, 
Hexyl, Octyl, Nonyl imd Decyl, sind bevorzugt 

Die Menge der Komponente (C) kann abhangig von der zu verwendenden Komponente (B) und Komponente 
(C) variieren, aber um nach dem Harten eine hervorragende Stabilitat des Widerstandes bei hoher Temperatur 
zu erhalten, liegt das Gewichtsverhaltnis von Komponente (B) und (C) vorzugsweise im Bereich von 4 : 1 bis 1 : 4, 
und insbesondere 4 : 1 bis 1 : 1. 

Die Gesamtmenge der Komponenten (B) und (C) betragt vorzugsweise 55 bis 70 VoL-%, und insbesondere 60 
bis 68 Voi.-%, bezogen auf das Gesaratvolumen des elektrisch leitenden KJebstoffes, entsprechend vorzugsweise 
15—35 Gew.-o/o, und insbesondere 20—30 Gew.-%. Wenn sie geringer als 55 Vol.-% ist, sind die Druckeigen- 
schaften schlecht und die Stabilitat des Widerstandes bei einer hohen Temperatur wird schlecht, wahrend, wenn 
sie 70 VoL-% ubersteigt der gewunschte spezifische Widerstand nicht erhalten werden kana 

Der erfmdungsgemaBe elektrisch leitende Klebstoff kann als leitende Paste ohne irgendein Ldsungsmittel 
verwendet werden, da er einen reaktiven Verdunner enthalt Abhangig vom Erfordemis wird jedoch ein 
Ldstmgsmittel zugefOgt, um das Epoxyharz und das Phenolharz zu Idsen, und das Material wird verwendet 
indem man es in die Form einer leitenden Paste bringt, in der leitende Teilchen dispergiert sind. Als Ldsungsmit- 
tel konnen abhangig von der Art des Harzes genannt werden ein aromatischer Kohlenwasserstoff, wie z. B. 
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ii^^tralin; ein Ether, wie z. B.Tetrahydrofuran; e^^e 



ToIuoU Xylol, Mesitylen unW^tralin; ein Ether, wie z. B. Tetrahydrofuran; enmeton, wie z. B. Methylethylketon; 
Methylisobutylketon, Cyclohexanon und Isophoron; ein Lacton, wie z.B: 2-Pyrroiidon und l-MethyI-2-pyrroli- 
don; ein Etheralkohol, wie z . B. Ethylenglycolmonomethylether, Ethylenglycolmonoethylether, Ethyleaglycol- 
monobutylether, Diethylenglycolmonomethyiether, Diethylenglycolmonoethylether und Diethyienglycolmono- 
5 butylether, und ein diesen entsprechendes Propylenglycolderivat; ein Ester, wie z. B. ein den obigen Verbindun- 
gen entsprechender Essigsaureester; ein Diester, z. B, Methylester, Ethylester usw, einer Dicarbonsaure, wie z. B. 
Malonsaure und Bemsteinsaure. Die Menge des zu verwendeten Losungsmittels wird abhangig von der Art und 
dem Gewichtsverhaitnis der verwendeten leitenden Teilchen und der organischen Harze, und dem Verfahren 
des Aufdrucks der leitenden Paste, usw^ gewahlt 
10 Als Dispergierhilfsmittel kann eine Aluminium-Chelatverbindung, wie z,B. Diisopropoxy(ethylacetaceta- 
to)aluniinium; ein Titansaureester, wie z. B. Isopropyltriisostearoyltitanat; ein aliphatischer Ester einer mehrwer- 
tigen Carbonsaure; ein ungesattigtes aliphatisches Saureaminsalz; ein oberflachenaktives Mittel, wie z.B: Sorbit- 
anmonooleat; oder eine Polymerverbindung, wie z. B. Polyesteraminsaiz, eine Polyamid usw^ verwendet werden. 
Zusatzlich zu den vorstehenden Verbindungen konnen, wenn erforderlich, in den erfindungsgemaBen elek- 
15 trisch leitenden Klebstoff oder die leitende Paste ein Hartungskatalysator, wie z. B. ein Amin oder ein Imidazole 
ein Sitan-Kupplungsmittel eine Egalisiermittei usw. eingearbeitet werden. 

Der erfindungsgeraaBe elektrisch leitende Klebstoff oder die leitende Paste konnen hergestellt werden, indem 
man die einzuarbeitenden Komponenten gleichmaBig mit Mortelmischer, einera Propellerruhrer, einem Kneter, 
Watzen usw. mischt und dann durch eine geeignete Methode, wie z. B. Siebdruck, Tiefdruck, Dispensator usw. 
20 auf ein Substrat aufdruckt oder aufschichtet Wenn ein organisches Losungsmittel verwendet wird, wird dieses 
Ldsungsmittel nach dem Drucken oder Beschichten bei Raumtemperatur oder unter Erwarmen verdampft 
Wenn der erfindungsgemaBe elektrisch leitende Klebstoff mittels einem vorstehend genannten Verfahren als 
solcher aufgedruckt oder aufgeschichtet wird, ist es nicht notwendig, die Stufe der Losungsmittelentfemung 
durchzufuhren. Nach dem Drucken oder Beschichten wird das Epoxyharz gehartet, z. B. bei 150 bis 200* C urn 
25 auf einem erforderlichen Teil der Substratoberflache eine leitende Schaltung auszubilden. 

Wie vorstehend bereits angegeben kann unter Verwendung des erfindimgsgemaBen elektrisch leitenden 
KJebstoffes eine Schaltung ausgebildet werden, in der mindestens eine Art eines Halbleiterelements, eines 
Chipteils und von Einzelteilen auf der Substratoberflache raiteinander verbunden sind. 

Der erfmdungsgemaBe elektrisch leitende Klebstoff besitzt eine hervorragende FlieBfahigkeit, kann durch 
Drucken oder Beschichten leicht auf eine Leiterplatte aufgebracht werden, verursacht auch bei angelegter 
Spannung keine Wanderung, und bei der Verwendung bei hoher Temperatur wenig Veranderungen im Wider- 
stand. AuBerdem ist er im Hinblick auf die Wirtschaftiichkeit und Sicherheit von Vorteii. da er leicht erhaltlich ist, 
Metallteilchen verwendet, die keine Umweltverschmutzung hervorrufen. und kein organisches Ldsungsmittel 
oder nur eine geringe Menge davon verwendet 
35 Der erfindungsgemaBe elektrisch leitende Klebstoff ist zur Verbindung oder Applikation eines Halbleiters 
oder von elektronischen Teilen aufgrund der vorstehend genannten Vorteile auBerordentlich gut geeignet, und 
durch seine Verwendung ist es moglich, auf vorteilhafte Weise eine mikroelektronische Schaltung auszubilden. 



Beispiele 

40 

Nachfolgend wird die vorliegende Erfindung unter Bezugnahme auf Beispiele und Vergleichsbeispiele naher 
beschrieben, wobei die vorliegende Erfindung aber nicht durch diese Beispiele beschrankt wird. In den folgenden 
Beispielen und Vergleichsbeispielen wurde die Auswertung nach den nachfolgend beschriebenen Verfahren 
durchgefuhrt 

45 

(I) Spezifischer Widerstand 

Unter Verwendung eines LCR-Meters wurde ein durch Harten eines elektrisch leitenden Klebstoffs erhalte- 
ner Beschichtungsfilra bei einer Temperatur von 20 ± 3**C und einer relativen Feuchtigkeit von 50 ± 15% (am 
50 Anfang) gemessen. Die gleiche N4essung wurde (nach Erreichen der hohen Temperatur) durchgefuhrt, nachdem 
man den Beschichtungsfilm bei 150'^C 1000 Stunden lang stehen gelassen hatte. 

(2) KJebefestigkeit eines Widerstandelementes 

Ein Chip- Widerstand mit der GroBe 3216 wurde auf ein Kupfer/laminiertes Glas/Epoxy-Substrat unter 
Verwendung eines elektrisch leitenden KJebstoffes aufgeklebt und der Klebstoff durch Erhitzen gehartet Dann 
wurde die Kraft, die zum Abschaien des aufgeklebten Materials erforderlich ist, gemessen, indem man es mit 
einer Druck-Zug-MeBvorrichtung (Typ POD II, Handelsname. hergestellt von Marubishi Kagaku Kikai Seisa- 
kusho, Japan) vom Seitenteil her abstach und den Wert ablas. 

(3) Kapazitat,dielektrisch V rlusttangente und KJebefestigkeit eines Kondensators 

Ein laminierter Chip-Kondensator der GroBe 20125 und einem Nominalwert von 1000 pF wurde auf ein 
Kupfer/laminiertes Glas/Epoxy-Substrat unter Verwendung eines elektrisch leitenden KJebstoffes aufgeklebt, 
und der Klebstoff durch Erhitzen gehslrtet. Unter Verwendung eines LCR-Meters wurde von dem so hergestell- 
ten Chip-Kondensator die Kapazitat und die dielektrische Verlusttangente gemessen. AuBerdem wurde die zum 
Abschtlen des Chip- Kondensators erforderlich Kraft gemessen, ind m man ihn vom Seit nt il her abstach. 
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(4) Thermischer ZykJus-Test 



Ein auf der Oberflache eines Substrates geharteter elektrisch leitender KJebstoff wurde 5000 Zyklen eines 
thermischen Zykius-Tests unterworfen, wobei ein Zyklus 125" C wahrend 30 Minuten und —40^*0 wahrend 
30 Minuten umfaBte. Nach Beendigung des Tests wurde die Gegenwart oder Abwesenheit von RiBbildung oder 5 
Abblattem untersucht 

Bezugsbeispiei 

Als Oberflachenbehandlungsmittel wurden 100 Gewichtsteile Tris [POE(7)tridecyIether]phosphorsaure und 10 
50 Gewichtsteile einer Mischung aus POE(10)stearylamin und Di-POE(10)stearylamin verwendet, die in einera 
Gewichtsverhaltnis von 2 : 1 gemischt wurden. D.1l, das Behandlungsmittel wurde so hergestellt, daB die Ge- 
samtmenge beider Komponenten durch Verdunnen mit Methylethylketon 10 Gew. -% betrug. Das obige Ober- 
flachenbehandlungsmittel wurde auf kugelfdrmige Nickelteilchen mit einer mittleren TeilchengroBe von 5 \itn 
unter Riihren mit einem V-Mischer in einer Mengevon 1 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge der Nickelteil- 15 
chen. aufgetragea Das RQhren wurde 30 Minuten lang bei Raumtemperatur fortgesetzt, um die Oberflache der 
Nickelteilchen mit dem Oberflachenbehandlungsmittel zu beschichten, und oberflachenbehandeite kugelfdrmi- 
ge Nickelteilchen erhaltea 

Beispiele 1 bis 7 20 

Zur Herstellung von elektrisch leitenden Klebstoffen wurden unter Verwendung einer Dreiwalzenmuhle 
leitende Teilchen, Epoxyharze, Phenolharze und andere Komponenten, wie in Tabelle 1 angegeben, und 1 Teil 
Imidazol als Hartungsbeschleuniger und 0^ Teile Isopropyltriisostearoyltitanat als Dispersionsmittel formuliert 
und bis zur GleichmaBigkeit gemischt 25 

Vergleichsbeispiele 1 und 2 

Auf die gleiche Weise wie in den Beisptelen I bis 7 wurden elektrisch leitende KJebstoffe hergestellt Der . 
Klebstoff des Vergleichsbeispiels 1 ist ein KJebstoff unter Verwendung von unbehandeltem Nickelpulver als 30 M 
Metallteilchen, und der des Vergleichsbeispiels 2 ein Klebstoff unter Verwendung eines Novolakphenolharzes, i ±- 

das keine Alkylgruppe im Phenolharz besitzt ; * 
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(Anmerkung) 

•1 Mittlere TeilchengroBe: 5 jira, hergestellt wie im Bezugsbeispiel 

*2 Mittlere TeilchengroBe: 5 ^tm, 

•3 Mittlere TeilchengroBe: 5 nm. Dicker 03 fim, 

•4 Molekulargewicht (Mw): 380, flussiger Zustand, 

*5 Molekulargewicht (Mw): 340. flOssiger Zustand, 

•6 Poly(2-hydroxypropyIen) glycoldiglycidylether 

•7 l,4-Cyclohexandimethano!diglycidyl then. 
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•8 1 3- Bis'(3-gIycidoxypropy I)- 1 »1 33-tetrainethy Idisiloxan 



* 9 Neopentylglycoldiglycidylether, 
*10 Molekulargewicht (Mw): 3000 
•1 1 Molekulargewicht (Mw): 600 
*12 Molekulargewicht (Mw): 550, 
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Nach Messung der Viskositaten der so hergestellten elektrisch leitenden Klebstoffe bei TS'^C wurden die in 
Tabelle 2 angegebenen Ergebnisse erhalteiL Die Klebstoffe wurden durch Siebdruck so aufgedruckt, urn die 
Klebstoffe an der Oberfliche eines Kupfer/laminiertes G!as/Epoxy-Substrates, auf dem ein Chip-Widerstands- 
element und ein laminierter Kondensator aufgebracht waren, zu verbindea Die Materialien wurden durch lo 
Erhitzen auf ISO^'C wahrend 10 Minuten gehartet, und die Klebefestigkeit des Chip-Widerstandselementes, die 
Kapazitat, die dielektrische Verlusttangente und die Klebefesdgkeit des laminierten Kondensators wurden 
gemessen. 

Getrennt davon wurden die vorstehend genannten Mischungen ahnlich wie vorstehend beschrieben einzeln 
auf die Oberflache eines Aluminiumsubstrates aufgedruckt und gehartet Es wurden die spezifischen Widerstan- is 
de der resultierenden Proben am Anfang und nach Stehenlassen bei hoher Temperatur gemessen. 

AuBerdem wurden die vorstehend genannten Mischungen jeweils auf die Oberflache eines Kupfer/laminiertes 
Glas/Epoxy-Substrates aufgedruckt und durch Erhitzen bei ISO^'C wahrend 10 Minuten gehartet Die resultie- 
renden Proben wurden einem thermischen Zyklustest unterworfen und bewertet Diese Ergebnisse sind in 
Tabelle 2 zusammengefaBt 20 



Zum Vergleich wurde ein laminierter Kondensator mit der Oberflache eines Kupfer/laminiertes Glas/Epoxy- 
Substrates durch Loten bei Heizbedingungen von 220^*0 wahrend 2 Minuten verbunden, und seine Kapazitat, 25 
dielektrische Verlusttangente und Klebefestigkeit gemessea Die Ergebnisse sind ebenfalls in Tabelle 2 angege- 
bea 



Vergleichsbeispiel 3 
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Aus Tabelle 2 ist es klar ersichtlich, daB unter Verwendung der erfindungsgemaBen eiektrisch teitenden 
Klebstoffe durch Verbinden der elektronischen Teile Schaltungen mit der gleichen Klebefestigkeit wie unter 
Verwendung von Ldtmetall ausgebildet werden konnen. AuBerdem tritt kein nachtetliger Effekt auf die Kapazi- 
t^t Oder die dielektrische Verlusttangente des Kondensators auf. 

Die erfindungsgemaBen eiektrisch leitenden Klebstoffe zeigen eine hervorragende Leitfthigkeit mit einem 
spezifischen Widerstand von 10"* bis 10~^ CLcnu und sogar nach Stehenlassen b i hoh r Temperatur w4hrend 
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eines langen Zeitraums tritt keine signifikante Andening im spezifischen Widerstand auf. Im Gegensatz dazu ist 
■bei dem elektrisch leitenden KJebstoff des Vergleichsbeispiels 1 der spezifische Widerstand hoch und die 
leitenden Teilchen werden bei hoher Temperatur oxidiert, wodurch der Anstieg im spezifischen Widerstand 
nach dem Stehenlassen bei hoher Temperatur betrachtiich isL Mit dem elektrisch leitenden KJebstoff des 
Vergleichsbeispiels 2 wird im thermiscfaen Zyklustest eine RiBbildung verursacht 



Patentanspriiche 

1. Elektrischer leitender Klebstoff umfassend: 

(A) leitfahige Teilchen mit einer Oberfiache aus mindestens einem Stoff ausgewahit aus Nickel und to 
Nickel-Bor-Legierung, wobei die Oberflache einer Oberflachenbehandlung rait einer Mischung aus 
einer Polyoxyalkylenphosphatverbindung und einem Polyoxyalkylenalkyiamin oder Polyoxyalkylenal- 
kenylamin oder einem Derivat davon unterworf en wtirde; 

(B) eine Epoxyverbindung, die eine Diglycidylepoxyverbindung als reaktiven Verdunner in einer Men- 
gevon 20 bis 70 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge der Epoxyverbindung, enthalt; und 15 

(C) einen PhenolharzhSrten der mindestens ein Harz ausgewahit aus einem Alkylresolphenolharz und 
Alkylnovolakphenolharz in einer Mengevon 50 Gew. -% oder mehr, bezogen auf die Gesamtmenge 
des Phenolharzharters, enthalt 

Z Elektrisch leitender Klebstoff nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die leitfahigen Teilchen eine 
kugelfdrmige Gestalt mit einem mittleren Durchmesser von 0,1 bis 30 ^im oder eine schuppenformigen 20 
Gestalt hiit einem mittleren langen und kurzen Durchmesser von 03 bis 30 ^im besitzen. 

3. Elektrisch leitender KJebstoff nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB die leitenden Teilchen eine 
schuppenformige Gestalt mit einem Seitenverhaltnis von 10 bis 200 besitzen. 

4. Elektrisch leitender KJebstoff nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daB die leitenden Teilchen mit 
schuppenformiger Gestalt in einer Menge von 2 bis 65 VoL-%, bezogen auf das Gesamtvolumen der 25 
leitenden Teilchen, enthahen sind 

5. Elektrisch leitender Klebstoff nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB die leitenden Teilchen mit 
kugelformiger Gestalt in einer Mengevon 35 bis 98 VoL-%, bezogen auf das Gesamtvolumen der leitenden 
Teilchen, enthalten sind 

6. Elektrisch leitender Klebstoff nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet daB das Polyoxyalkylenphos- 30 
phatderivat durch die Formel dargestellt wird: 



0(CH2CH0)nR^ 



35 



worin eine Alkylgruppe oder eine Alkenyigruppe mit jeweils 8 bis 22 Kohienstoffatomen, oder eine 40 
Alkylphenolgruppe, in der die Alkylgruppe 4 bis 12 Kohlenstoffatome besitzt bedeutet; ein Wasserstoff- 
atora oder eine Methylgnippe bedeutet; R^ ein Was serstoff atom, eine Niederalkyigruppe oder eine 
(CH2CHR20)aR*-Kette bedeutet; und n eine Zahl ist die eine Gesamtzahl der CHjCHR^O-Einheiten von 2 
bis 30 ergibt 

und das Poiyoxyalkylenalky I (oder alkenyl) amin dargestellt wird durch die Formel: 45 



,(CH2CH0) 



/" -I 



50 



worin R^ eine Alkylgruppe, eine Alkenyigruppe oder eine N-Alkylaminoalkylgruppe mit jeweils 8 bis 22 
Kohienstoffatomen ist; R^ ein Wasserstoffatom oder eine Methylgnippe bedeutet; R® ein Wasserstoffatom 55 
Oder eine (CH2CHR50)mH-Kette bedeutet; und m eine Zahl ist die eine Gesamtzahl der CHaCHR^O-Ein- 
heiten von 4 bis 30 ergibt 

7. Elektrisch leitender Klebstoff nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet daB das Polyoxyalkylenphos- 
phatderivat mindestens ein seiches ist ausgewahit aus der Grupppe bestehend aus Bis (POE(3)lauryiet- 
her)phosphorsaure, Bis(POE(5)laurylether)phosphorsaure, Tris(POE(7)tridecylether ) phosphorsaure, 60 
POE(5)cetyletherphosphorsaure, Tris (POE(8)sterylether)phosphorsaure. Bis (POE(2)POP(6)stearylet- 
her)phosphorsaure, Bis (P0E:(5)oleyIether)phosphorsaure, Bis (POE(6)octyiphenylether)phosphorsaure, Bis 
(POE(4)nonylphenylether)phosphorsaure und Bis (POP(2)octylphenyIether)phosphorsaure, worin POE 
Polyoxyethylen und POP Polyoxypropylen bedeutet; und das PolyoxyalkylenalkyI (oder alkenyl)amin min- 
destens ein solches ist ausgewahit aus der Gruppe bestehend aus POE(5)Iaurylamin, POE(10)laury!amin, es 
POE(7)cetylamin, POE(5)stearylamin, POE(10)stearylamin, DiPOE(l5)stearylamin, POP(5)stearylamin. 
POE(5)oleylamin, POE(15)oleylamin, POP(5)oleylamin, DiPOE(6)!auryIpropyienamin, DiPOE(8)stearylpro- 
pylendiamin, worin FOE und POP die vorstehend angegebene Bedeutung besitzen. 
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8. Elektrisch leitend9Rebstoff nach Anspnich 1, dadurch gekenn^^^et, daB die iComponecte (A) in 
einer Menge von 65 bis 85 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtvolumen des elektrisch leitenden KJebstoffes, 
enthalten ist 

9. Elektrisch leitender Klebstoff nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Diglycidylepoxyverbin- 
dung der KLomponente (B) mindestens eine solche ist ausgewahlt aus der Gnippe bestehend aus Polyethy- 
lenglycoldiglycidylether, Poly(2-hydroxypropylen ) glycoldiglycidylether, Polypropylenglycoidiglycidylet- 
her, 1,4-CycIohexandimethanoIdiglycidylether und 13- Bis (3-gIycidyIpropyl )-l,133-tetraemthyldisiloxan. 

10. Elektrisch leitender Klebstoff nach Anspruch I, dadurch gekennzeichnet, daB die Koraponente (BX die 
von der Diglycidyiepoxyverbindung verschieden ist, mindestens eine solche ist ausgewahlt aus der Gruppe 
bestehend aus Bisphenol A-Epoxyharz, Bisphenol F-Epoxyharz, Novolakepoxyharz und alicyclischem Ep- 
oxyharz, von denen jedes bei Normaltemperatur in flussigem Zustand vorliegt 

11. Elektrisch leitender Klebstoff nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet. daB die Komponente (C) 
mindestens eine solche ist ausgewahlt aus der Gruppe bestehend aus Alkylresolphenolharz mit einem 
mittleren Nolekulargewicht von 500 oder mehr und mit 1 bis 18 Alkylkohlenstoffatomen oder Alkylnovo- 
lakphenolharz mit 1 bis 18 Alkylkohlenstoffatomea 

12. Elektrisch leitender Klebstoff nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Gesamtmenge der 
Komponenten (B) und (C) 15 bis 35 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtvolumen des elektrisch leitenden 
Klebstoffes, betragt 

13. Elektrisch leitender Klebstoff nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Gesamtmenge der 
Komponenten (B) und (C) 20 bis 30 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtvolumen des elektrisch leitenden 
Klebstoffes, betragt 

14. Elektrisch leitender Klebstoff nach Anspruch 1» dadurch gekennzeichnet, daB das Gewichtsverhaltnis 
von Komponente (B) und Komponente (C) im Bereich von 4 : 1 zu 1 : 4 liegt 

15. Elektrisch leitender Klebstoff nach Anspnich 1. dadurch gekennzeichnet, daB das Gewichtsverhaltnis 
von Komponente (B) und Komponente (C) im Bereich von 4 : 1 zu 1 : 1 liegt 

16. Schaltung umfassend ein Halbleiterelement, Chips und getrennte Telle, oder eine Kombination davon, 
die unter Verwendung des elektrisch leitenden Klebers gemaB Anspruch 1 auf eine Leiterplatte aufgeklebt 
sind. 
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